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Multi-Die
Multi-Die

Multi-Die

开发者需要全面的设计方法

Multi-Die

PPA

SoC Multi-Die

Die-to-Die
/

图4：从单片片上系统向Multi-Die系统迁移带来了必须从整体上解决的独特挑战。

2D Multi-Die







8

2D 2.5D/3D
Multi-Die /

• 1000

• 

• GUI Multi-Die/

• PPA

• 

解决Multi-Die系统软件开发和软件/硬件验证问题
Multi-Die Multi-Die

Multi-Die
RTL

Multi-Die /

• 

•  





10

通过对Multi-Die系统
进行全面测试、调试
和修复来确保质量

集成测试：多个裸
片、内存、互连和
整个系统

裸片2 小芯片1

IEEE 1149.1 IEEE 1838
封装引脚 柔性并行引脚
测试访问 逻辑到逻辑 逻辑到内存 通孔/凸块/互连

裸片1

UCle PHY

UCle TMRLTR

HBM PHY

大容量通道测试和修复外部内存BIST和
修复

PHY监控、测试
和修复IEEE 1838

UCle PHYIEEE 1838

IEEE 1838

HBM PHY SMS 
EXTRAM

SMS 
EXTRAM

TAP

HBM堆栈1

DRAM裸片

DRAM裸片

DRAM裸片

DRAM裸片

HBM PHY

HBM堆栈2

DRAM裸片

DRAM裸片

DRAM裸片

DRAM裸片

HBM PHY

Multi-Die系统测试和修复
产品质量（KGD、封装、系统）

图7：芯片测试过程自动化可以带来更详尽、更高效的流程。

芯片生命周期管理对系统运行有何影响
SLM SLM

Multi-Die
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Multi-Die/

IP

IP /

/

IP

图9：新思科技的Multi-Die系统解决方案是从头开始构建的并不断扩展，以便满足越来越高的系统和应用要求
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